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초 록: H13강에 대해 이온질화에 대한 쇼트피닝의 효과를 살펴보았다. 쇼트피닝을 이온질화는 기존이온질화
에 비해 높은 경도와 깊은 경화층을 얻을 수 있었다. 이는 쇼트피닝에 의해 결정립계와 전위밀도가 증가함에 
따라 질화공정이 가속화된 것으로 보인다.다.

1. 서론 

  H13강은 금형, 공구, 나이프 등 다양한 분야에 기초소재로 사용이 되고 있다. H13강은 그 자체로 사용이 
많이 되고 있으며, 추가적으로 내구성 향상 및 표면 물성 향상을 위해  질화공정을 적용하고 있다. 
  한편 쇼트피닝은 표면의 내구성 향상 및 피로강도 향상을 위해 많이 응용되고 있는 공정이다. 일반적으로 
수십마이크로의 쇼트볼을 이용하여 표면에 압축잔류응력을 생성시켜 피로강도를 향상시킨다. 한편 최근에는 
쇼트피닝을 통한 표면나노화가[1,2] 이루어진다는 보고와 함께 쇼트피닝을 이용한 표면개질에 대한 연구가 많
이 진행이 되고 있다.
  본 연구에서는 H13강에 대해 기존의 이온질화공정에 비해 쇼트피닝을 통해 이온질화의 깊이와 경도를 향
상시키고자 하였다. 이를 위해 이온질화 및 쇼트피닝 전 후의 조직 및 경도를 분석하였으며, 이를 통해 쇼트
피닝에 의한 이온질화 기구에 대해 고찰하였다. 

2. 본론 

  H13강은 그림 1(a)에서 보듯이 대부분 마르텐사이트 조직으로이루어져 있었다. 한편, 쇼트피닝에 의해 표
면 조직은 이지러져 층상구조로 변화되었음을 확인할 수 있었다(그림 1(b). 그림 1(c)는 H13강의 이온질화조
직으로 고진공 질화를 통해 표면에 화합물층은 미약하게 존재하였으며, 대부분 확산경화층으로 구성되어 있
었다. 이에 비해 쇼트피닝 후 이온질화한 시험편(그림 1(d))는 표면에서부터 약 50㎛이상까지 매우 치밀한 조
직이 관찰되었다. 
  그림 2는 이에 대한 경도 분포이다. 경도분포에서 알 수 있듯이 H13 모재는 약 500Hv의 경도를 갖고 있
었으며 쇼트피닝에 의해 표면경화가 된 경우에는 약 750~800Hv의 경도값을 나타내었다. H13강에 이온질화
를 한 경우에는 약 950Hv의 경도와 50㎛정도의 경화층으로 이루어져 있었다. 한편 쇼트피닝 후 이온 질화를 
한 경우에는 약 1250Hv의 고경도를 얻을 수 있었으며 100㎛이상의 경화층을 확보할 수 있었다. 경도분포에
서 알 수 있듯이 이온질화공정에 대한 쇼트피닝 공정을 적용한 경우 기존의 이온질화에 비해 1200Hv의 경도
와 약 2배의 경화깊이를 얻을 수 있었다.

                      

그림 1. H13강의 단면 미세조직 ; (a)H13강, (b) 쇼트피닝처리,     그림 2. 각 시험편에 대한 단면경도 본포
(c) 이온질화, (d) 쇼트피닝 후 이온질화 처리 단면조직

3. 결론 

  본 연구에서는 H13강의 이온질화 깊이를 증대시키는 방법으로써 쇼트피닝 처리를 이용하였다. 그 결과, 쇼
트피닝에 의한 결정립 미세화, 전위들도 등의 증가에 의해 기존의 이온질화에 비해 높은 경도 및 2배 이상의 
경화 깊이를 얻을 수 있었다.
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